
  ２０２5年度  事業報告

保証人連絡会費2
大　学　行　事　名 援　助　対　象 金額（円）

1 体育祭（5月8日～9日） 体育会 426,735

2 横浜祭（9月14日～15日）
後援会特別賞含む 横浜祭実行委員会 1,410,000

3 世田谷祭（11月1日～2日）
後援会特別賞含む 世田谷祭実行委員会 920,000

合　計 2,756,735

大学行事協力費3

① 本年度は、9月6日（土）実施予定の沖縄会場が参加希望者
少数のため中止となり、開催は、地方会場18会場、大学会場
２会場、全20会場での実施となりました。学部全体の出席世
帯数が1,856世帯となり、前年度に比べ338世帯増となりま
した。在籍者数に対する出席率は25.2％（前年度比4%増）
となり、学年別では、1年生が565世帯（同7.2％増）、2年生
が409世帯（同4.6％増）、3年生が427世帯（同34.2％増）、
4年生が180世帯（同18.4％増）でした。

② 世田谷キャンパス会場は前年比9％増の1,178世帯（同9%
増）、横浜キャンパス会場は431世帯（同29.8％増）の出席者
でした。

③ 世田谷キャンパスおよび横浜キャンパス会場における説明内
容は、学科（学部）別説明会を行い、その後、学年別説明、個
別面談を実施いたしました。なお、個別面談では、成績につい
ての相談や、TAP、就職活動、インターンシップ、大学院進学
等について、様々な話題が寄せられました。

④ 地方会場では、Uターンを含む就職活動について詳細な説明
をする等、内容の充実した連絡会となりました。また、東京都
市大学校友会の地方⽀部の役員に出席を依頼し、各地区にお
ける卒業生の就職状況や活躍状況を説明いただきました。

１． 開催期間 ２０２5年8月30日～９月27日

２． 開催地 全国20会場（全国２１会場での開催予定、沖縄会場中止）

３． 参加者 保証人合計 学部1,856世帯（2,716名）

 全国各地区会場（18会場） 247世帯（356名）
 東京・横浜会場（2会場） 1,609世帯（2,360名）
 教職員 40名（全国各地区への派遣者数）

４． 今年度の結果と特徴

全体総括

学　　科 2025 2024

機械⼯学科 106 103

機械システム⼯学科 115 99

電気電子通信⼯学科 118 125

医用⼯学科 66 51

応用（エネルギー）
化学科 70 68

原子力安全⼯学科 57 58

自然科学科 43 42

建築学科 118 121

都市⼯学科 102 97

情報科学科 110 79

学　　科 2025 2024

知能情報⼯学科 82 72

環境創生学科 80 65

環境経営システム
（環境マネジメント）学科 80 58

社会メディア学科 70 65

情報システム学科 93 80

デザイン・データ科学科 108 64

都市生活学科 129 111

人間科学科
（児童学科） 62 54

合　　計 1,609 1,412

詳細については、後援会誌
TCU-COM73号（2026年
2月刊行）をご覧ください。

浜松会場

大学会場 学科別出席数（世帯数）
会　誌　号 金額（円）

1 TCU‐COM72号刊行（8月中旬全会員へ送付） 1,102,200

2 TCU‐COM73号刊行（2月上旬全会員へ送付） 2,362,800

合　計 3,465,000

偶数号は文書メイン（総ページ数14）、奇数号は取材メイン（総ページ数18）

会報発行費5

TCU-COM 
72号

TCU-COM 
73号

援　助　内　容 金額（円）

１ 朝活応援企画100円朝食 4,410,000

２ 証明書学外発行サービスランニング費用 1,200,000

３ モバイルアプリランニング費用 1,000,000

４ 保証人出席確認システム通知パスワード送付 295,895

合　計 6,905,895

学生厚生援助費4

１．朝活応援企画100円朝食 2. モバイルアプリ（書類電子化）

地区会場費等へ7,058,439円の援助
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